Asamblarile componentelor pe cablajele imprimate

Veti afla:
1. Modalitatea de performare a teminalelor elementelor electronice;
2. Modul de montare a elementelor electronice;

Montarea manuala a elementelor electronice.

Cititi informatia!

La producerea circuitelor electronice pe cablaje imprimate se parcurg 3 etape mari:
proiectarea, fabricarea placilor de cablaj imprimat si asamblarea.

In sens larg al termenului, asamblarea include toate operatiile de montare a pieselor pe
placi, fluxarea, lipirea, curatarea post-lipire si verificarea calitatii interoperationale,
interfazice si finale.

in sens restrans al termenului, prin asamblarea circuitelor imprimate, se intelege numai
totalitatea operatiilor de montare a pieselor pe placile de cablaj, incluzand verificarile de
calitate interoperationale. De fapt, este vorba de echiparea placilor sau montarea pieselor
pe placi. In cele ce urmeaza, termenul de asamblare se va folosi in sens, restrans:

Din punct de vedere al asamblarii, piesele sunt de doua categorii (Anexa. 1):

» piese pentru montare in gauri (TH — Through Hole, THM — Through Hole, THT —
Through Hole Technology), care pot fi:

» cu terminalele distantate la un multiplu al unui pas standard (2,45mm = 1/10Inches,
1,27mm = 1/20Inches, 0,635mm = 1/40Inches); astfel sunt numeroase componente pasive
(R, L, C), active (diode, tranzistoare) si cam toate circuitele integrate;

» cu terminale la distante nestandardizate, diferite de pasul standard; asa sunt:
transformatoare, bobine, conectori, dispozitive de putere etc, fiecare cu modul propriu de
conectare;

» piese pentru montarea pe suprafata (SM — Surface Mounting, SMM, SMT) care au
terminalele distantate la multipli al pasului standard.

Din alt punct de vedere, piesele pot fi (Anexa .1):

* cu terminale axiale, care de regula, se monteaza in gauri si trebuie “formate
asamblare;

* cu terminale radiale, care adesea nu necesita formare inainte de montare (cel mult
taiere la lungimea necesara;

« fara terminale, cum sunt multe piese cu montare pe suprafata;

De altfel, marea majoritate a pieselor din productia curenta au terminalele distantate la
un multiplu al pasului normalizat sau pot fi formate astfel.
in prezent, cel mai utilizat pas pentru piesele cu terminale implantabile este de 2,54mm
(100mil1), care permite pozitionarea pieselor cu destula usurinta, manual sau automat.
Tendinta de crestere a densitatii de montare a pieselor a dus la aparitia componentelor
montate pe suprafata (SMD), pentru care pasii cei mai utilizati sunt 1,27mm (50mils) si
0,635mm (25mil); tendinta este spre pasul de 0,5mm (0,508mm = 20mil) — inca putin
folosit din cauza dificultatilor de lipire si de pozitionare corecta a pieselor. Vezi Anexa 2.
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Performarea terminalelor.

Din punct de vedere al asamblarii, componentele sunt:

* cu terminale formate pentru asamblare la producator, care nu necesita preformare cum
sunt: majoritatea circuitelor integrate, multe dispozitive active, unele componente pasive
(condensatoare, bobine) si practic toate dispozitivele cu montare pe suprafata;

 cu terminale care trebuie ,formate” pentru a putea fi montate — de regula plantate in
gauri; asa sunt practic toate piesele cu terminale axiale (rezistoarele, multe tipuri de
condensatoare) si multe tipuri de piese cu terminale radiale.

Formarea terminalelor se poate face in timpul asamblarii manuale. S-a constatat insa ca
productivitatea este de cel putin doua ori mai mare decat piesele care sunt cu terminale
preformarea (intr-o etapa anterioara montarii); in plus si calitatea formarii este mult mai
buna.

Preformarea presupune:

* indoirea terminalelor la distanta potrivita pentru montare - intotdeauna;

« taierea la lungimea necesara — frecvent, la terminale axiale;

 indoirea pentru asigurarea distantei corp -piesa - pastila de lipire, necesara pentru
evitarea supraincalzirii la lipire — destul de frecvent;

* indoirea pentru asigurarea unei fixari preliminare in gauri — rareori.

Modul de formare se adopta in functie de mai mulii factori:

» modul de montare (orizontal, vertical, cu sau fara distantiere);

« abilitatea lucratorilor sau a echipamentelor de asamblare automata - terminalele scurte
si formele complicate fac montarea (si depanarea) mai dificila;

» modul de manipulare a placilor in timpul si dupa asamblare — deplasarile ample, cu
socuri, impun o mai buna fixare;

 caracteristicile pieselor si terminalelor, ca: abaterile dimensionale, rezistenta la
solicitarile mecanice din timpul preformarii, lungimea minima admisa a terminalelor pentru
evitarea supraincalzirii;

« tehnica de preformare disponibila — manuala, sau cu masini si performantele acesteia;

« tehnica folosita pentru taierea terminalelor la lungimea necesara — la preformare sau
dupa montare. Vezi Anexa 2.

In general, montarea verticald a pieselor cu terminale axiale este evitati, deoarece
formarea terminalelor este mai dificila, manipularea placilor echipate trebuie facuta cu mai
multa atentie, iar rezistenta mecanica este mai redusa (mai ales la vibratii).

In cazul montarii verticale si la piesele cu terminale radiale este necesar sa se asigure o
distanta suficienta intre piesa si pastila de lipire, ceea ce se poate face prin preformarea
potrivita a terminalelor (Anexa. 3) sau si mai bine cu distantiere din plastic — Anexa. 4;
exista destule componente ale caror terminale nu suporta indoiri cu raza de curbura mica
(din bronz, alama, cupru tras la rece, cu sectiune dreptunghiulara), pentru care utilizarea
distantierelor este singura solutie in productia industriala. Vezi anexa 4.

Pozitionarea si fixarea pieselor.

Pozitionarea si fixarea pieselor pe cablaj pot fi facute manual - orice piesa, sau automat -
piese cu terminale standardizate sau preformate, astfel, cu forme si dimensiuni acceptate
de masina.



a. Fixarea pieselor se face in mai multe moduri: in cazul pieselor cu dimensiuni gi
mase nu prea mari:

* prin interactiunea dintre terminal — perete- gaura, in cazul terminalelor preformate
corespunzator (Anexa 3), daca manipularea placilor se face fara socuri, iar la lipire nu
exista pericol de scoatere a terminalelor din gauri;

* prin indoirea terminalelor trecute prin gauri — Anexa 5;

* prin lipire cu adeziv anume sau prin aderenta pastei de lipit, in cazul SMD.

in cazul pieselor mari, grele, sau care trebuie s& facd contact bun cu suportul (de
exemplu pentru racire), cu mijloace mecanice: cu cleme, cu coliere, prin matisare, cu
adeziv etc.

In prezent, pentru piese montate in g&uri, tocmai pentru asigurarea unei bune fixari, se
prefera indoirea terminalelor la 90° sau =45° (Anexa 5) si forme simple ale terminalelor
(Anexa 3) eventual cu distantiere (Anexa 4); uneori, indoirea se face si in cazul pieselor
cu terminale in linie. Pentru a reduce intr-o masura pericolul de scurtcircuit cu alte
conductoare imprimate, se recomanda ca indoirea sa se faca in directia conductoarelor
imprimate — Anexa 5. Din acelasi motiv, dar si pentru asigurarea unei mai bune patrunderi
a fluxului si aliajului la lipire precum si pentru usurarea extragerii la depanare, se
recomanda indoirea la =45°.

O operatie uneori dificila consta in taierea terminalelor componentelor, montate in gauri
la lungimea necesara, de regula necritica; este totusi necesar ca dupa lipire, terminalul sa
fie inca vizibil, ceea ce impune o lungime (fata de suport) de 2 — 5mm1 (terminale cu
diametrul de 0.5 — 1.5mm).

Dificultatea apare cand se face taierea — daca aceasta se face la preformare, adesea
montarea devine dificila, iar daca se lasa terminale lungi, taierea dupa montare devine
dificila.

In prezent se practicé trei procedee:

* preformarea cu taierea la lungimea necesara - cel mai folosit procedeu, deoarece prin
proiectarea corecta a cablajului si prin programarea judicioasa a ordinii de plantare,
dificultatile sunt in mare masura inlaturate;

« taierea terminalelor dupa plantare, odata cu indoirea (principiul reiese din Anexa 6 si
se va remarca ca operatia se face la fiecare piesa), procedeul este utilizabil la asamblarea
automata;

* plantarea pieselor cu terminale lungi, realizarea unei prime lipiri, pentru rigidizarea
terminalelor (nu conteaza scurtcircuitele), taierea cu discuri in rotatie cu viteza foarte mare
si realizarea unei sau a doua lipiri, care asigura topirea aliajului, indepartarea surplusului si
acoperirea zonei taiate; tehnica a fost mult folosita prin anii ,70, este utilizata si in prezent
dar mult mai rar, din cauza costurilor mari ale investitiilor. Vezi anexa 6.

b. Montarea pieselor, adica pozitionarea si introducerea terminalelor in gauri - sau

numai pozitionarea, in cazul SMD-urilor, se face prin variate procedee.

bl. Montarea manuala simpla presupune:
« fixarea placilor pe un suport-rama basculant, cu 2 pozitii (Anexa. 7);
* prelevarea pieselor din cutii sau sertare, cu mana, cu penseta sau cu unelte speciale;



* plasarea pieselor in pozitii potrivite si introducerea terminalelor in gauri sau presarea
usoara in cazul SMD-urilor;

* rotirea (bascularea) placii cu 180, pentru indoirea si retezarea terminalelor pieselor;

Evident, pe acelasi dispozitiv se poate face si lipirea manuala.

Pentru o productivitate mai mare si mai ales pentru evitarea, pe cat posibil a erorilor de
montare, este necesara organizarea si planificarea operatiilor (aceasta necesita experienta
si adesea experimentari):

» impartirea pieselor in loturi, pe tipuri si dimensiuni; un lucrator va monta numai 1-3 tipuri
de piese, pe baza unei schite de amplasare, preferabil la scara 2:1 si in culori;

« stabilirea unei ordini (succesiuni) de montare a pieselor pe placa si a loturilor, astfel
incat identificarea amplasamentelor si plasarea sa se faca cu maxima usurinta;

* piesele trebuie furnizate tot in loturi, intr-un mod care sa le faca cat mai accesibile rara sa
fie necesara ,citirea” codurilor de identificare.



